
卓越产品最佳应用 | Ansys 行业应用方案系列巡展

Ansys 为众多行业提供了业界最全面的多物理场仿真工具套件，成熟的软件

功能覆盖广泛的行业应用，且满足对仿真准确性和可靠性的要求。而 Ansys 行

业应用方案（Industry Best Practices）的推出，旨在提供丰富的仿真专业知识，

帮助各行业客户应对挑战，实现创新。

自 2020 年底，Ansys 中国微信公众号连载发布行业应用方案共计 27 期，通

过一个个行业应用方案，展示 Ansys 卓越的产品如何帮助客户设计极具变革的

产品，本期系列巡展内容再次让您近距离了解 Ansys 行业应用方案，一睹 Ansys

最佳应用风采！

1 微波射频电路、IC 及微系统

Ansys 以电磁场仿真为基础，结合电路与系统仿真和多物理场仿真，能够对

微波射频电路与系统进行全方位的虚拟仿真设计与优化。基于 Ansys 工具，通过

系统仿真，研究射频电路与数字调制之间的指标分配；通过电路和器件仿真，实

现高性能的微波电路和器件设计；通过场路协同仿真，更准确地评估射频天线系

统的整体性能；通过芯片-封装-系统的微系统级仿真，评估复杂工况和极小尺寸

下的产品性能。Ansys 仿真技术最终实现微波射频电路与系统的高效率、高质量

设计。

Ansys 解决方案：微波射频器件 | 场路协同 | 射频微系统 | 微放电



典型应用案例：腔体滤波器、射频连接器、LTCC 部件、场路协同、微系统、微

放电、TR 收发组件、滤波器电-热耦合、SoC 电磁串扰

2 雷达天线与系统

由于雷达系统的复杂性，涉及的工程设计与仿真覆盖了多个领域，如系统力

学仿真与设计、天线系统设计与仿真、信号完整性分析、多物理场仿真与设计、

电磁兼容分析与设计等。全面、完备的仿真设计，能够提高仿真置信度，实现可

预测性设计，将设计风险前移，将所有设计通过数字化仿真进行验证，通过仿真

改进设计，模拟系统的真实工作状况和故障状态等。

Ansys 解决方案：雷达天线系统 | 多物理场分析 | 无人驾驶汽车雷达

典型应用案例：相控阵天线、3mm 波导天线、多天线互扰、汽车雷达天线、FSS

隐身罩、雷击防护、天线布局、汽车场景成像

3 5G通信设备、基站与场景

建立 5G 系统新型网络架构下的仿真平台，对关键技术进行评估，对新方案

进行验证，是快速迭代和推出产品的基础。Ansys 5G 仿真解决方案能够让设备、

网络和数据中心设计的复杂性得以简化，实现设计的快速迭代和优化，提升产品

的性能和效率。

Ansys 解决方案：接入网（基站） | 承载网（光通信） | 核心网（数据中心）



典型应用案例：大规模阵列天线、射频器件、天线系统仿真、SI/PI 分析、芯片

寄生参数提取、电磁热双向耦合分析、结构可靠性分析、RFI 分析、场景分析

4 5G 终端解决方案

建立终端产品一体化仿真平台，从终端部件设计、验证到系统级可靠性评估、

多物理场耦合影响研究，对终端产品研发体系提出了更高的要求。Ansys 终端解

决方案能够深入研发体系流程，对部件研发、测试验证、可靠性评估实现全流程

建设，实现产品的快速设计与迭代，降低成本，提升效率，完备的多物理场耦合

平台使得多领域学科统一，实现产品性能提升，产品更具竞争力。

Ansys 解决方案：终端部件设计 | 可靠性设计 | 多物理场耦合分析

典型应用案例：5G 毫米波天线、5G 终端设备 SI/PI 分析、电子产品寿命预测、

PCB 热分析、振动分析、智能家居

5 2.5D/3D 芯片封装

2.5D/3D IC 封装提供更高集成度的同时，也引入了非常多的挑战。布线尺寸

的减小增加了互连线之间的干扰，芯片间距的缩小增加了相互干扰，发热将会成

为约束系统的关键问题，必须对热进行合理的规划和管理，多芯片的堆叠也增加

了应力开裂的风险。Ansys CPS Platform 提供了从芯片，封装，PCB，系统级的

多物理层耦合的仿真平台，覆盖电磁，电热，应力多个学科。Ansys 成熟的解决

方案，成熟的工具配套，广泛的用户群体，为 2.5D/3D IC 的产品设计提供了强

有力的支撑。



Ansys 解决方案：Interposer 参数提取和设计优化 | PI 分析 | SI 分析 | 电热耦

合分析 | 热应力分析

6 高性能 IC 设计

Ansys eco-platform 提供了从前端到后端、模拟到数字、芯片到系统的功耗、

高速数据传输和可靠性解决方案。通过 Ansys eco-platform 提供的解决方案可以

极大地帮助设计者优化设计性能，降低成本，缩短设计周期和减少设计者工作量，

从而确保具有最新技术和创意的产品及时上市并占领市场，保护设计企业的利

益。

Ansys 解决方案：RTL 级功耗分析及优化 | 高性能 AI 芯片的电源及可靠性核签

分析 | 高速接口分析 | 3D IC 热及可靠性分析

典型应用案例：AI 芯片 RTL 级功耗优化、RedHawk-SC 3D IC 功耗噪声签核分析、

芯片-封装协同分析、HBM SSN 分析、考虑热效应的芯片电迁移签核分析、3D IC

热及结构可靠性分析

7 电磁兼容 EMI/EMC

Ansys 可提供完整的 EMC 仿真解决方案，以场路协同的基本思路，从电路

以及空间电磁场的角度出发，覆盖从 DC~THz 级频段范围内所有类型的 EMC 问

题，包括传导与辐射性质的电磁兼容问题。支持零部件级的特征化建模优化分析，

例如变压器、EMI 滤波器件、外壳屏蔽，PCB 的电磁辐射、线缆辐射等；支持设



备级的电磁兼容分析，例如开关电源系统传导干扰、PCB 系统联合机箱、线缆的

辐射发射、辐射受扰等；同时也支持环境级的电磁兼容分析，例如机载、车载、

舰载多天线系统的共址干扰等。

Ansys 解决方案：零部件 | 设备级 | 环境级

典型应用案例：高速 PCB 电磁辐射、通信设备线缆辐射、EMP 辐射受扰、机壳

电磁泄露、变压器设计优化、光模块电磁辐射、变流器系统电磁辐射、车载天线

布局

8 电子散热

Ansys 电子散热解决方案专注于电子产品的热设计和热仿真的相关问题, 主

要涉及电子产品包括芯片封装、PCB 板、机箱系统等。跟温度相关的多物理场

耦合仿真问题也是此电子散热关注的重点，如电热耦合问题、热结构耦合问题、

电热结构耦合问题等。

Ansys 解决方案：芯片封装级散热分析 | PCB 板级散热分析 | 机箱/大系统级热

仿真

典型应用案例：封装级热仿真、PCB 板级电热耦合仿真、外形复杂产品的热仿真、

有复杂流道的水冷热仿真、考虑真实风扇的热仿真、机箱级产品的热仿真

9 电机与驱动控制系统



Ansys 电机与驱动控制系统解决方案遵循真实的电机开发设计流程，从快速

的概念设计、具体的细节优化、到最后的机电系统集成，从电机的本体电磁性能、

控制性能到电机的散热、NVH、声品质、电驱动系统都有相应的解决方案。

Ansys 解决方案：车用电机本体电磁性能优化 | 电机 NVH 性能分析 | 电驱动系

统 EMC 分析 | 电机本体快速概念设计

典型应用案例：永磁电机快速电磁概念设计、电机热网络分析、电机稳态热分析、

电机效率 map 图与路况分析、永磁体充磁和退磁分析、发卡电机附加损耗、效

率 Map 图计算、斜槽与斜极分析、电机温度和散热分析、电机 NVH 分析、电机

驱动系统分析、电驱动系统 EMC 分析

10 基于联合仿真的电机声品质分析

通过 Ansys Maxwell 和 Mechanical 的耦合谐响应分析，我们可以快速获得

电机的多转速振动噪声瀑布图，但是我们并未止步于此，利用 Ansys 最新的声音

品质设计模块，工程师可以进一步对电机噪声的阶次与听觉感受进行研究。利用

Ansys VRXPERIENCE Sound Pro 软件扩展电机噪声联合仿真流程，让仿真结果不

仅能听得见，还可以进一步开展深入的分析优化。通过叠加实际噪声的传递函数

以及电机工作环境的背景噪声，实现了快速准确的电机整体声品质评价可能。

Ansys 解决方案：基于仿真的电机产品的 NVH 性能评估 | 电机实际应用场景下

的声品质开发及预测



典型应用案例：电机 NVH 性能评估、电机生产制造 NVH 缺陷仿真、整车电机声

品质预测

11 基于Motor-CAD 的电机快速多学科设计与优化

Ansys Motor-CAD 集成了电磁场有限元法、磁路法、热路法、结构有限元

法，20 年积累的丰富电磁热计算经验数据，有效提升了不同种类、不同冷却型

式电机电磁与热计算的效率。借助 Motor-CAD 与 optiSLang，电机工程师可以

在概念设计阶段快速评估设计参数对电磁、热、机械强度的综合影响，在最短时

间内给出电机最佳初始设计方案，另外借助 Motor-CAD 与 Maxwell、Twin Builder

之间的软件接口，工程师可进一步对初始设计方案进行电磁场高精度分析、系统

级场路协同仿真分析。

Ansys 解决方案：基于模板的电机快速设计 | 电机全运行范围性能快速计算 |

电机多学科多目标优化设计

典型应用案例：永磁电机电磁设计、电机瞬态热分析、电机稳态热分析、电机效

率 map 图与路况分析、永磁电机饱和模型提取、电机最大\连续运行外特性计算、

永磁电机循环工况热分析、IPM 电机多目标优化、IPM 电机转子强度校核、永磁

电机时空二维电磁力分析

12 功率电子与电源系统

针对功率电子与电源系统的发展趋势，Ansys 有完整的解决方案，涵盖功率

电子与电源系统的磁性器件设计分析、开关器件分析、电性能分析、EMI/EMC



分析、电源散热分析、电-热无缝耦合等技术领域，并在未来会随着技术热点和

市场需求，不断拓展。

Ansys 解决方案：磁性器件建模分析 | 半导体开关器件建模分析 | 电路系统分

析 | 电磁兼容分析 | 多物理域分析

典型应用案例：Ansys 功率电子与电源系统解決方案平台、半导体开关器件特征

化建模分析、电源电路系统仿真分析、系统寄生参数、噪声耦合路径参数提取、

开关电源电磁兼容系统仿真分析、磁性元件温度仿真

13 机电一体化多学科系统

对于机电一体化多学科系统所面临的技术挑战，Ansys 提供了完整的解决方

案。针对机电产品中的各部件，Ansys 各学科仿真工具能够提供准确的 3D 仿真

模型，并通过领先的降阶模型技术（ROM），将部件模型添加到系统仿真工具

中，同时 Ansys 支持 Modelica 与 VHDL-AMS 等多学科建模语言，用以搭建仿真

系统。场路协同仿真的方法既保证了部件模型的高精度，又满足了系统仿真的快

速性要求。

Ansys 解决方案：电动汽车的电驱动系统仿真 | 机电惯性仪表与系统仿真 | 工

业机器人平台仿真

典型应用案例：3D 耦合分析、VHDL-AMS, SPICE, Modelica、IGBT 特征化建模、

降阶模型 ROM、航电系统建模、飞机地面测试系统、电驱动系统损耗分析、电

伺服系统 EMI 分析



14 电子行业中的结构可靠性

目前 Ansys 行业应用方案将集中在芯片、封装、PCB 等半导体行业结构可靠

性、5G 行业结构可靠性、消费电子产品结构可靠性上。未来会随着市场热点和

客户需求进行调整，增加行业内容。电子产品热应力分析、湿应力分析、振动分

析、跌落碰撞分析、多物理场耦合、多学科融合是本次应用方案主要考虑的方向。

Ansys 解决方案：芯片、封装、PCB 结构分析 | 5G 电子产品结构可靠性 | Ansys

Sherlock 在电子产品失效性分析中的应用

典型应用案例：封装热应力分析、封装湿度分析, 焊球蠕变分析、封装跌落分析、

封装随机振动分析、Sherlock 温循疲劳、Sherlock 回流焊分析、Sherlock 失效概

率曲线

15 多学科系统中的多体动力学仿真

针对多体动力学在各个行业内的一些应用，Ansys 提供了完整的解决方案，

包括：疲劳仿真、模态仿真、动力学特性、线性有限元分析、多体动力学分析等，

并且具有强大的无网格仿真技术，能够高效并精确的求解多体运动与结构变形的

耦合问题，能够对系统的运动性能、结构、振动、疲劳等进行分析。

Ansys 解决方案：动力传动系统的动力学分析 | 链式及履带系统的动力学分析 |

车辆系统的动力学分析 | 电子零部件的多体动力学分析



典型应用案例：电机 NVH 分析、飞机起落架动力学分析、柔性屏卷曲分析、机

械臂动力学分析、输出机械系统动力学分析、汽车球笼刚柔耦合动力学分析

16 噪声、振动与声振粗糙度 （NVH）

Ansys 具有业界顶尖的电磁、结构、多体动力学、声学分析工具，数据无缝

链接的多物理场仿真平台，综合的多物理场模型参数优化平台，以及允许在设计

初期提前体验噪声效果的仿真工具软件。Ansys 解决方案允许设计者在统一的平

台 Workbench 中进行系统级的建模，调用 Maxwell、Mechanical、optiSLang 进

行电磁-振动-声学耦合分析和优化，也可将声学分析结果导入 VXPERIENCE

Sound 中进行噪声评判和音质设计。

Ansys 解决方案：电机振动噪声 | 电机+齿轮箱振动噪声

典型应用案例：Mechanical 振动分析、等效辐射功率（ERP）、声压级（SPL）、

远场极坐标声压级、Motion 多体动力学分析

点击查看全文

17 显式跌落分析

Ansys 提供完备的跌落分析解决方案，从前处理（几何清理和网格划分）的

SCDM，到并行求解 LS-DYNA，以及实现参数化、流程自动化的 WorkBench 平

台，再到实现优化设计的 LS-Tasc、optiSLang 等等。

Ansys 解决方案：3C 产品| 航空航天 | 交通运输 | 国土安全 | 医疗及其他

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5NzEzODQ4Mg==&mid=2651812001&idx=5&sn=a0e47c659d9e7e76027a84d7a7b0989f&chksm=bd2549fc8a52c0eab52405b749e37e7560d54337becff410644e73988b3557e69f6be766de5b&scene=21


典型应用案例：手机跌落、笔记本跌落、包装跌落、水上迫降、头盔设计、混凝

土防护、安全网、汽车

18 结构耐久性（疲劳）分析

Ansys 提供完备的耐久性分析解决方案，从 CAD 到疲劳分析结果无缝分析

流程。从前处理（几何清理和网格划分）的 SCDM，到结构分析求解器 Mechanical

和 LS-Dyna，流体求解器 Fluent，高级疲劳求解器 nCode DesignLife，以及实现

参数化、流程自动化的 WorkBench 平台，再到实现优化设计的 optiSLang 等等。

整个耐久性分析可以完全整合到 Ansys Workbench 的工作流中。

Ansys 解决方案：航空航天 | 能源| 医疗 | 电子产品 | 重型机械 | 汽车

典型应用案例：粘接疲劳、焊缝疲劳、电池包振动疲劳、齿轮箱体疲劳、歧管多

轴疲劳、电动工具

19 拓扑优化与增材制造

Ansys增材制造工艺仿真套件提供了从面向增材制造设计到打印工艺的完整

解决方案。此综合型解决方案可帮助结构设计师、工艺工程师和质量分析师避免

生产失败，并制造精确符合设计规格的部件。使用提供的各种网格划分选项，可

创建连接式分层网格，更精准地捕获模型几何结构的细节，精确地实现细节特征。

用户可以全面控制生产加工步骤，现在还可以添加热处理和支撑去除步骤，执行

更完整的整体增材制造过程仿真。



Ansys 解决方案：航空航天行业 | 模具行业 | 医疗器械行业 | 汽车行业

典型应用案例：轻量化设计、冷却结构成形、燃油喷嘴、医用定制件

20 面向设计的仿真 —— Ansys Discovery

Ansys Discovery 这款面向设计的仿真工具可以帮助设计工程师以更快的速

度探索概念、执行迭代与创新，快速找到设计的方向和思路，大幅减少试验次数，

缩短开发周期，降低成本并提升产品的市场竞争力。

Ansys 解决方案：交通运输 | 电子电器产品 | 航空航天

典型应用案例：结构分析、模态分析、螺栓预紧力分析、拓扑优化、热分析、内

流场分析、外流场分析、连接器电热应力分析

21 飞行器外气动

Ansys飞行器外气动解决方案旨在帮助企业总体气动设计工程师在统一的仿

真平台上充分评估飞行器总体气动的各项性能指标，充分优化飞行器气动外形设

计、气动热分析、气动噪音评估、弹箭发射及弹道轨迹等。

Ansys 解决方案：飞机外气动 | 弹箭外气动

典型应用案例：飞发一体化、气动弹性、气动噪声、机翼拓扑优化、高超音速外

气动、火炮发射、投放、级间分离

22 新能源电池



由于电池研究过程中的物理现象具有差距非常大的时间和空间维度，Ansys

为此提供了 MSMD 的解决方法；还针对电池使用过程中可能遇到的问题，如短

路、热失控等等提供了相应的模型和解决方案。除此之外，Ansys 还可以通过 CFD

的计算结果提取出电池的 ROM 降阶模型，可近乎实时得到精度非常高的结果，

并可将此 ROM 降阶模型用于系统仿真中。最后，Ansys 针对电池具体使用过程

中的结构强度、振动性能、疲劳分析、跌落分析、挤压分析、冲击分析、碰撞分

析等一系列国标中要求的测试均有对应的仿真方案。

Ansys 解决方案：燃料电池方向 | 电极仿真 | 动力电池单体电池方向 | 动力电

池电池包方向 | 动力电池系统仿真方向 | 动力电池/电池包结构仿真

典型应用案例：共轭传热、详细电化学、热失控仿真、SVD 降阶技术、热电耦

合仿真、燃料电池、振动模态、冲击挤压

23 航空发动机与燃气轮机

Ansys 航空发动机/燃气轮机解决方案以 Ansys 最新流体/结构仿真软件为基

础，在 Ansys Workbench 仿真平台下为用户提供 Ansys 叶轮机械设计仿真工具

Turbo System 和 Multi-Physics 多物理场仿真分析工具。用户可对航空发动机/燃

气轮机设计研发中所关注的整机污染排放、噪音、整机效率提升、产品寿命和可

靠性、制作成本、可维护性等进行准确的仿真分析和预测。

Ansys 解决方案：整机污染排放与环境管理 | 整机性能和效率提升 | 整机安全

性与寿命



典型应用案例：压气机叶片颤振分析、气膜冷却涡轮叶片流热耦合仿真、多级涡

轮叶片流热耦合瞬态分析、涡轮叶片热应力与疲劳仿真分析、发动机叶片防冰、

除冰仿真、燃烧室点火、燃烧及化学反应仿真、发动机整机仿真

24 油气行业技术发展趋势

Ansys 可以帮助石化企业分析流体、结构、电磁等物理领域的问题，流体方

面侧重于多相流、混合、传热、燃烧、化学反应、冲蚀/腐蚀等；结构方面侧重

于线弹性分析、弹塑性分析、非线性分析、疲劳分析、爆炸分析、强度/应力分

析、振动分析；电磁侧重于电机的设计、感应炉等。Ansys 强大的功能，能够帮

助石油石化企业解决流体-热-结构多物理场耦合的问题。

Ansys 解决方案：多相流反应器 | 环保设备 | 石化装备以及储运设备

典型应用案例：喷淋塔、喷雾干燥、固定床反应器、管路冲蚀/腐蚀、球罐分析、

流体引发振动、井喷静压、高耸塔器振动疲劳、换热器设计

25 面向无人驾驶感知系统的仿真验证技术

Ansys 为面向 L3+的自动驾驶应用提供的基于物理的传感器与驾驶仿真技术

可以有效的构建一套高保真的自动驾驶仿真体系，包括面向功能安全和 SOTIF

的安全性分析平台、传感器部件设计与仿真工具、面向感知算法的鲁棒性测试等，

从而将仿真技术真正应用到自动驾驶汽车的测试验证中。



Ansys 解决方案：传感器算法训练与数据融合 | 整车驾驶仿真测试 | 面向功能

安全的仿真测试

典型应用案例：传感器失效仿真：摄像头畸变、噪声等；高精度传感器数据探测：

高精度雷达点云、大信号回波；感知算法验证；多传感器融合

26 面向无人驾驶的安全性分析与验证技术

Ansys 提供了一套完整的面向自动驾驶安全分析与验证的解决方案，包括基

于模型的功能安全、预期功能安全分析平台，基于物理的传感器仿真及驾驶仿真

平台以及面向感知算法的鲁棒性测试平台，从而全面的覆盖功能安全、预期功能

安全的分析验证流程, 保证自动驾驶系统的安全性。

Ansys 解决方案：预期功能安全的分析与验证 | 功能安全的分析与验证

典型应用案例：基于物理的仿真去发现更多触发条件、感知算法鲁棒性测试、触

发条件分析与建模

27 车灯 CFD 分析技术发展趋势

仿真很早就被车灯、OEM 厂商认为是极具价值的车灯设计方法。一个显而

易见的好处是，仿真相对于试验可以更快地帮助设计迭代，因此，在设计阶段可

以大幅节约设计的时间和成本。仿真的另一个好处是，它可以向用户揭示为什么

会这样？例如，它可以告诉工程师为什么灯具内的温度偏高，为什么某种设计会

导致车灯更易结雾。由此带来仿真的另外一个好处就是工程师可以基于充分的依

据修改并验证自己的设计。



Ansys 解决方案：车灯热仿真 | 结雾/除雾仿真 | 仿真中特殊问题

典型应用案例：车灯热仿真、LED 车灯热仿真、聚焦分析、PCB 热分析、结雾/

除雾仿真、结雾/除雾快速评估、网格优化、Wrapper 快速网格处理
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